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二、说明、目录、图表目录

 晶圆制造过程中有几大重要的步骤：氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主

要步骤都需要若干种半导体设备，满足不同的需要。设备中应用较为广泛的有氧化炉、沉积

设备、光刻机、刻蚀设备、离子注入机、清洗机、化学研磨设备等。

2024年全球晶圆代工市场规模将首次突破1000亿美元，2025年将增长至1251亿美元。2024年以

来，我国部分晶圆厂满产，产能利用率达100%以上。  

晶圆加工设备行业为技术密集型行业，生产技术涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程

、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识的综合运用。晶圆

加工设备行业的国际巨头企业的市场占有率很高，特别是在光刻机、检测设备、离子注入设

备等方面处于垄断地位，且其在大部分技术领域已采取了知识产权保护措施，因此晶圆加工

设备行业的技术壁垒非常高。中国大陆少数企业经过了十年以上的技术研发和工艺积累，在

部分领域实现了技术突破和创新，在避免知识产权纠纷的前提下，成功推出了差异化的产品

，得到国内外客户的认可，产品走向了国际市场。  

中企顾问网发布的《2025-2031年中国晶圆加工设备行业分析与市场全景评估报告》共十四章

。首先介绍了晶圆加工设备行业的发展环境，接着分析了国内外半导体设备以及晶圆加工设

备行业的发展情况，然后分析了主要晶圆加工设备的行业运行情况，包括光刻设备、薄膜沉

积设备、刻蚀设备、化学机械抛光设备、清洗设备离子注入设备以及其他设备，并分析了我

国晶圆加工设备下游晶圆制造行业的发展情况。随后，报告对国内外晶圆加工设备行业重点

企业及项目投资案例做了介绍分析，最后重点分析了行业的发展趋势。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、中国半导体行业协会、海关总署、中企顾问网、中

企顾问网市场调查中心、中国半导体行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实

、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位

若想对晶圆加工设备行业有个系统深入的了解、或者想投资晶圆加工设备行业，本报告将是

您不可或缺的重要参考工具。  
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